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◆背景
電子機器の高性能化に伴い、CPUなどの部品から発生する熱量が増加しています。この

熱量は電子機器の寿命を縮める他、安全性の上でも好ましくありません。現在では冷却フ
ァンやヒートパイプを用いて放熱する対策が取られていますが、ファンやヒートパイプを
設置するには比較的大きなスペースを必要とします。このため小型電子機器への導入がで
きず、機器そのもののパフォーマンスを落として発熱部品の温度上昇を制御する方法が取
られていました。

◆実施概要 ◆応用が期待される分野

・冷却を要する電子機器類

◆発明概要
本発明は省スペースで発熱部品の温度上昇を抑えることができる電子機器です。発明者

らは化学蓄熱材を用いたケミカルヒートポンプを電子機器内に設置することで、発熱部品
が生成した熱量を効率よく吸熱できる事を見出しました。本発明によれば、冷却ファンや
ヒートパイプなどの大きな機械部品を使用することなく、発熱部品の温度上昇を制御する
ことができます。本技術はスマートフォンなどの小型電子機器などへの応用が期待できま
す。

CPUなどから発生する熱を冷却ファンやヒートパイプに頼らず放熱できる新しい冷却装置のご紹介です。

Fig.2 CPU(発熱部品)と反応室の温度の経時変化
発熱部品(CPU)と反応室を分断し、CPUの温度が120℃に達するまで発熱反応を進め、
その後熱交換(吸熱)を開始し、CPUが再度120℃に達するまでシュミレーションを行っ
た。この結果、(2)に示すように熱交換開始後、CPUの温度が120℃から85℃まで低下
した。この後、590秒までの間、CPUの温度を120℃以下に保てることを確認した。

Fig.1 本発明の概要図
本発明は、反応室に吸熱反応によって凝集成分を生じる化学蓄熱材を設置し、凝集成分
を凝縮または蒸発させるための凝縮蒸発室を有し、これらを連結する構造を取る。化学
蓄熱材を利用しているため、冷却ファンなどよりも省スペースで電子機器の冷却が可能
となる。
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